
塑封贴片抗干扰安规电容器：SMD-X1Y1 系列

Revision: 2024-09-26 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn1

塑封贴片抗干扰安规电容器

SMD-X1Y1 系列

规格承认书

客户名称：

客户料号：

松田料号： SMDY14522Y5V472M0

日 期： 2024.11.16

制 作 客户确认（签署）

杨晓燕

（签认后，敬请惠还一份）

审 核

批 准

赵明辉

汕头保税区松田电子科技有限公司
SHANTOU FREE TRADE ZONE SONGTIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

地址:汕头保税区松田科技园东区、松田科技园西区

电话: 86-754-88266532 传真: 86-754-88266546

E-mail:888@songtian.cn 邮编：515071



塑封贴片抗干扰安规电容器：SMD-X1Y1 系列

Revision: 2024-09-26 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn2

变更履历表

序号 日 期 版 本 变更原因 描 述

1 2024.11.16 A 版 第一次承认

2

3

4

5

6

7

8



塑封贴片抗干扰安规电容器：SMD-X1Y1 系列

Revision: 2024-09-26 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn3

一、 特点

■产品高度 2.5mm，较传统引脚型电容器产品明显降低；

■产品编带包装适用于 SMT 自动插件焊接；

■SMD 陶瓷电容器可让终端产品全面贴片化、小型化；

■产品外包使用阻燃环氧树脂（符合 UL 94V-0 阻燃等级）。

二、 应用

■用作交流线路滤波器以及开关电源和交流转换器初级二次耦合的 X/Y 等级电容器；

■无变压器 DDA 调制解调器的 D-A 绝缘与降噪。

三、 料号编码原则

SMD Y1 4522 Y5V 472 M 0

电容器类别

Y1:X1Y1

内部管理码

温度特性：

Y5V:﹢30% ～ -80%

电容量：

332:3300pF

472:4700pF

容量允许偏差：

M：±20%

型号：SMD

尺寸：4522≈11.4*6.0mm
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四、 技术要求

电容器类别 Y1 类

气候类别 40/125/21 B

工作温度范围 -40℃～125℃

额定电压 500VAC

电容量范围 3300pF～4700pF

损耗角正切 F(Y5V)：D.F.≤2.5%

耐电压 4000Vac (r.m.s.)/60sec。

绝缘电阻 ＞10000MΩ(500VDC 条件下充电 60±5 秒后进行测试)

五、 产品标印

六、 外观尺寸

范例 说明

1 松田 Logo

2 SMD 产品型号：SMD

3 Y5V 温度特性：Y5V

4 472 电容量：4700pF

5 M 容量允许偏差：M（±20%）

6 X1Y1 电容器类别

7 760～ 500～ 额定电压：760VAC 500VAC

Product

Dimension
L W T F FL FW

500VAC 11.5±0.3 6.1 Max 2.5±0.3 10±0.3 0.7±0.3 2.5±0.3
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七、 焊盘尺寸

单位：mm

尺寸 a±0.2 b±0.2 C±0.2

11.4×6.0 9.0 1.7 3.6

八、 规格列表

温度特性 标称容量（pF） 规格型号

Y5V 3300 SMDY14522Y5V332M0

Y5V 4700 SMDY14522Y5V472M0
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九、 基本特性与可靠性实验

No. 项目 标准 试验方法

1 外观与尺寸
外观形状没有明显的缺点

尺寸在标准范围内

电容必须用目视检查其明显的缺点

尺寸用游标卡尺测量

2 标示 清晰易于识别 目视检查

3 容量 在指定的允差范围内 S(SL) :容量与耗散因素必须在 25℃下，使用 1

±0.1MHz 和 1.0V 电压下测量.

B(Y5P), E(Y5U)，F(Y5V)：容量与耗散因素必须

在25℃下，使用1±0.1KHz和 1.0V电压下测量。
4

(D.F.)

损耗角正切值

S(SL) :D.F.≤0.15%

B(Y5P), E(Y5U)，F(Y5V)：

D.F.≤2.5%

5
(I.R.)

绝缘电阻
>10000MΩ

绝缘电阻必须在 500VDC 条件下充电 60±5 秒后

进行测试。

6
耐电压

（端子间）
没有击穿或飞弧。

电容在被表 1 的测试电压施加两导线间 60 秒后

不被破坏。（充放电流不大于 50mA）

<表 1>

型号 测试电压

X1Y1 AC4000V (r.m.s.)

建议电压爬升时间 0.3S 以上

7 可焊性
引脚表面要求75%以上面积覆盖焊

锡

焊锡温度：245±3℃

浸渍时间：3±0.3秒

焊料成份：Sn98Ag2。



塑封贴片抗干扰安规电容器：SMD-X1Y1 系列

Revision: 2024-09-26 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn7

No. 项目 标准 试验方法

8
耐焊

接热

外观 没有可见损伤 预处理：电容在150+0/-10℃下放置60±5分

钟，然后在室温下放置24±2h（B/E/F材质适

用）。

预处理后，将电容器浸入260+5℃熔锡中10±

1秒，在室温下放置 24±2h后测试。

电容量

变化率
在±10%范围内

耐电压 4KVAC/60S Pass

9 振动

外观 没有可见损伤 将电容器焊接在测试夹具上，并经如下振动

频率10Hz-55Hz-10Hz 全振幅1.5mm，1 分钟

内完全重复振动。此试

验如无特别规定应在

彼此互相成垂直的方

向各操作2 小时(合计

6 小时)后检查电容器有无机械损伤。

容量 在允差范围内

D.F.

损耗角

正切

S(SL):D.F.≤0.15%

B(Y5P)/E(Y5U)/F(Y5V)：D.F.≤2.5%

10 基板弯曲试验

无显着异常

尺寸（mm）

a b c d
9.6 11.7 2.7 1.0

将电容器焊接在下图所示的测试夹具上，按

下表条件进行测试，电容器应采用回流焊法

焊接，并应进行护理，以保证电容器不会受

热冲击等破坏。

11
焊接强度

（剪切试验）
引脚无偏移或发生其他不良

将电容器焊接在下图所示的测试夹具上，施

加箭头所示方向的5N推力，电容器应采用回

流焊法焊接，并应进行护理，以保证电容器

不会受热冲击等破坏。

12
稳态

湿热

外观 无可见损伤

电容保持在温度为40±2℃、相对湿度为

90-95%条件下500±12小时。

试验后处理：

电容必须贮存在室温条件下1至2小时。

容量

变化率

S(SL)/B(Y5P)/ E(Y5U)/F(Y5V)：

≤±15%

绝缘

电阻
>5000MΩ

耐电压 4KVAC/60S Pass
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No. 项目 标准 试验方法

13
耐湿
负荷

外观 无可见损伤 电容保持在温度为40±2℃、相对湿度为
90-95%条件下施加额定电压500±12小时。
[试验前预处理]：电容在150+0/-10℃下放置

60±5分钟，然后在室温下放置24±2h再进行

初值测量（B/E/F材质适用）。

[试验后处理]：
电容必须放置在室温条件下24±2小时再进行
后值测量。

容量
变化率

S(SL)/B(Y5P)/ E(Y5U)/F(Y5V)：
≤±15%

绝缘电阻 >5000MΩ

耐电压 4KVAC/60S Pass

14 耐久性

外观 没有可见损伤
尖峰电压：

每个供试验电容必须
承受8KVDC尖峰电压
三次，然后再进行寿
命试验。

使用下表所要求的电压在125+2/-0℃和相对
湿度不超过50%的条件下1000+48/-24小时。

使用电压

1.7*UR，另在每小时将电压增加AC1000V，
时间0.1秒。

[试验前预处理]：电容在150+0/-10℃下放置

60±5分钟，然后在室温下放置24±2h再进行

初值测量（B/E/F材质适用）。

[试验后处理]：
电容必须放置在室温条件下24±2小时再进行
后值测量。

电容量
变化率

在±20%范围内

绝缘电阻 >5000MΩ

耐电压 4KVAC/60S Pass

15 阻燃性试验

测试的电容器施加火焰的时间不
得超出表中规定的数据，燃烧的滴
落物或落下灼热部分不应使薄棉
纸引燃。

测试的电容器应固定在最有助燃烧的火焰位
置处，每个样品应在火焰中暴露一次，具体如
下 B级要求：

焰
燃
等
级

电容器体积（mm
3
）

施加火焰时间（S）
最大
燃烧
时间
（S）

体积
＜
250

250＜
体积
≤500

500＜
体积

≤1750

体积
＞

1750

A 15 30 60 120 3

B 10 20 30 60 10
C 5 10 20 30 30

16
高低温冲

击

外观 没有可见损伤
电容器应按照下表的顺序试验（为一个循环），

连续承受5次循环。

温度循环

顺序 温度(℃) 时间(min)

1 -40 +0/-3 30

2 +25 +0/-3 3

3 125 +3/-0 30

4 +25 +0/-3 3

[试验前预处理]：电容在150+0/-10℃下放置

60±5分钟，然后在室温下放置24±2h再进行

初值测量（B/E/F材质适用）。

[试验后处理]：

电容必须放置在室温条件下 24±2小时再进行

后值测量。

电容量
变化率

在±20%范围内

绝缘电阻 >5000MΩ

耐电压 4KVAC/60S Pass
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十、 包装说明（适用 4522）

■编带包装方式说明

单位：mm

■15 寸胶盘尺寸 单位：mm

单位：mm

A0 B0 K0 P0 P1 P2

6.5±0.1 12.2±0.1 2.8±0.1 4.0±0.1 8.0±0.1 2.0±0.05

W E F D0 D1 元件/盘

24.0±0.2 1.75±0.1 7.5±0.1 1.5±0.1 1.5±0.1 4000pcs

SPEC 24

E±0.5 2.3

F±0.5 10.75

W±0.2 24.4

T1±0.3 2.2

T2±0.3 2.2

A+0/-2 φ380

N±3.0 φ100

D±0.3 13.3
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■包装纸箱

十一、 焊接说明

1、回流焊接曲线

2、波峰焊接曲线

3、烙铁重工焊接条件

项目 条件

烙铁头部温度 400℃(max.)

焊接时间 3.5 sec(max.)

烙铁功率 50W(max.)

回流焊焊接电容器时，它应该在

以下条件下执行：

焊接温度:230～260℃；

焊接时间:10～30s；

预热温度:170℃ max
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十二、 存储环境

■ 电容器的绝缘涂层不能形成完美的密封；因此，不要在腐蚀性的环境中使用或储存电容器，特别是在氯化物

气体、硫化物气体、酸、碱、盐或类似物质存在的环境中，避免接触湿气。对这个产品清洗、焊接或成型

之前， 验证这些过程不影响产品质量。

■ 这是一个 MSL3 的产品。因此，为了避免吸收水分，电容器被装在防潮的密封袋中。

■ 电容器储存在下列条件下，并在交付后 6 个月内使用

温度：30℃以下

湿度：60%RH max

■ 打开防潮包装后，在 168 小时内焊接电容器。打开后，将电容器存储在有干燥剂防潮包内，备注信息卡并保

持上述条件。

■ 贮藏期已经超过 6 个月或封闭包被打开时，在焊接之前执行烘烤(60℃、168 小时)。

十三、 使用注意事项

警告

■ 工作电压

在交流电路或纹波电流电路中使用直流额定电压电容器时，请务必将外加电压的 Vp-p 值或包含直流偏置电压

的 Vo-p 值维持在额定电压范围内。若向电路施加电压，开始或停止时可能会因谐振或切换产生暂时的异常电

压。请务必使用额定电压范围包含这些异常电压的电容器。

电压 直流电压 直流+交流电压 交流电压 冲激电压(1) 冲激电压(2)

位置测量

■ 工作温度和自生热(适用于 B/E 特性)

电容器的表面温度应保持在其额定工作温度范围的上限以下。务必考虑到电容器的自生热。电容器在高

频电流、冲击电流等中使用时可能会因介电损耗发出自生热。外加电压应使自生热等负荷在 25℃周围温度条

件下不超过 20℃范围。测量时应使用φ0.1mm 小热容量的(K)的热电偶，而且电容器不应受到其它元件的散热

或周围温度波动影响。过热可能会导致电容器特性及可靠性下降。

(切勿在冷却风扇运转时进行测量。否则无法确保测量数据的精确性)

■ 耐电压的测试条件

测试设备：

交流耐电压的测试设备应具有能够产生类似于 50/60Hz 正弦波的性能。如果施加变形的正弦波或超过规

定电压值的过载电压，则可能会导致故障。

电压外加方法：

施加耐电压时，电容器的引线或端子应与耐电压测试设备的

输出端连接牢固；然后再将电压从近零增加到测试电压。如果测

试电压不从近零逐渐提高而是直接施加在电容器上，则施加时应

包含*过零点。测试结束时，测试电压应降到近零；然后再将电容

器引线或端子从耐电压测试设备的输出端取下。如果测试电压不

从近零逐渐提高而是直接施加在电容器上，则可能会出现浪涌电

压，从而导致故障。

*过零点是指电压正弦通过 0V 的位置。参见右图。



塑封贴片抗干扰安规电容器：SMD-X1Y1 系列

Revision: 2024-09-26 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn12

■ 用户进行的重复耐电压试验可能损坏电容器，故试验后的电容器不可以当合格品再使用。

■ 失效安全性

如果电容器破损，会导致短路电路故障。务必在本产品上适当提供例如保险丝等自动防故障功能，以免

导致电击、火灾、或冒烟等。

■ 振动和冲击

在使用过程中，不要过度冲击或振动导致电容器或引脚暴露，避免任何挤压、弯折、外部撞击。

■ 粘合、成型或涂装

在粘合、成型或涂装本产品之前，通过测试在预定设备内的粘合、模制或涂覆产品的性能，验证这些过

程不会影响电容器的质量。

如干燥/粘合剂硬化条件和成型树脂含有有机溶剂(乙酸乙酯、甲基乙基酮、甲苯、等等)时，SMD 是不适

合的，有机溶剂可能导致电容器外层的树脂损坏，出现损坏的案例或短路。

在温度循环过程中，胶粘剂、成型树脂或涂层厚度的变化可能会导致外壳树脂开裂和/或陶瓷元件开裂。

■ 电容器在 PCB 板上安装时要求 PCB 板焊盘需与电容器管脚贴焊点吻合，相反可能会导致电容器与 PCB 板焊接

不良，电容器管脚变形或本体破坏而损坏电容器；焊接于 PCB 板的电容器不可用力移动或将本体用力倾斜。

■ 在电容器上进行树脂成型时，应事先咨询我司相关技术人员。

■ 限制的应用程序

在使用我们的产品之前，请联系我们，以下列出的应用程序需要特别高的可靠性，以防止可能直接对第

三方的生命、身体或财产造成损害的缺陷。

航空设备

航天设备

水下设备

电站控制设备

医疗

运输设备

交通信号设备

灾害预防/犯罪预防设备

对公众产生影响的数据处理设备

类似复杂性和/或可靠性要求的应用程序
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